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Talk summary 
 
Power  lines  offer  a  medium  where  to  embed  smart  systems  for  data  communications.  This  talk  covers  recent 
advances in Power Line Communication (PLC) which  is a technology that exploits the power distribution network for 
information delivery. Applications of PLC are ubiquitous: from home/industrial/vehicular networking and automation 
to  communications  for  the  smart  grid.  However,  the  power  line  channel  is  a  hostile medium  that  poses  several 
challenges.  Its  characterization  and  modeling  is  a  fundamental  step  to  allow  the  development  of  reliable 
communication systems.  In this talk, methodologies and enlightening results about the channel characterization will 
be  described.  Such  results  have  allowed  the  development  of  novel  statistical  channel  modeling  and  hardware 
emulation tools. Similarities and differences with the wireless channel behavior will also be discussed. To cope with 
such a channel, advanced physical  layer and signal processing techniques have to be realized.  In this respect, novel 
filter bank modulation solutions (which in the form of OFDM have been adopted by both narrow band and broad band 
PLC  standards)  combined with  coding and  smart  resource allocation algorithms  can grant  robust performance and 
coexistence  with  other  technologies.  In  particular,  some  key  aspects  of  filtered  multitone  modulation  based 
architectures will be described to show that such architectures are suitable for application in PLC and they enjoy and 
efficient digital implementation in hardware.  
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